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第二届2026年真空半导体设备零部件制造技术与工艺论坛
暨 MM AWARD真空半导体行业方案创新奖评选活动
评选背景

当前，全球真空半导体装备制造正加速向高端化迈进，对零部件的加工精度、良率及运行稳定性提出了持续提升的要求。真空半导体关键零部件的机械加工是半导体设备制造的基础，其质量直接决定了刻蚀、镀膜等核心工艺装备的性能与可靠性。相较于一般机械零件，真空半导体零部件具有精度高、品种多、工艺复杂及技术门槛高等显著特点，需同时满足强度、耐腐蚀、材料纯度及电磁特性等多重苛刻要求。
真空半导体零部件性能提升已非单一环节突破，而是贯穿材料制备、精密加工、表面处理的全链条系统工程。这要求机械加工具备多层级制造能力：大尺寸腔体一体化成型、微米级叶轮复杂曲面铣削、模具与衬底的高精度形位公差控制。为聚焦机床工具行业在半导体零部件领域的前沿技术与创新成果，由机工弗戈主办、上海市真空学会协办的“2026（第二届）真空半导体设备零部件制造技术与工艺研讨会暨MM AWARD真空半导体行业方案创新奖评选活动”，将于2026年10月15日（第二十六届中国国际工业博览会期间）在上海举行。同期，还将举办MM AWARD半导体行业方案创新奖颁奖典礼活动。

行业方案创新奖评选说明
1.行业需求

真空工艺是刻蚀、镀膜等核心环节的关键支撑技术。真空腔体需具备复杂内流道、高密封性及优异抗变形能力；泵内转子要求微米级加工精度、复杂曲面成型能力与良好动平衡性能。

前端工艺中，SiC、GaN等衬底材料需兼顾热匹配性与低缺陷密度；喷淋头作为气体分布核心部件，需达到亚微米级孔位公差及超高洁净度。封装环节，引线框架模具的精度与型腔表面质量，直接影响芯片连接可靠性。

2.方案涉及加工对象
真空腔体、真空泵、真空阀门、匀气盘、衬底材料、引线框架模具
3.应用产品类型

机床、刀具、软件、检测与测量设备，以及金属加工液与润滑产品
机床：真空半导体零部件需达到微米级甚至亚微米级精度，对机床的定位精度、热稳定性要求极高。真空腔体复杂内流道、泵内转子叶轮等结构需五轴联动与高速铣削能力。高纯度金属、陶瓷、石英等难加工材料对机床刚性及抗振性提出严苛要求。同时，加工过程需控制切屑污染，机床需具备良好的密封与排屑设计。

刀具：SiC、GaN等硬脆衬底及陶瓷部件硬度极高，需金刚石涂层或CBN超硬刀具。泵内转子叶轮等复杂曲面要求微小直径球头刀具备高刚性与良好排屑性。半导体零部件表面光洁度要求极高，刀具刃口质量与涂层技术直接影响缺陷密度。

软件：复杂曲面（如叶轮、内流道）需CAM软件支持五轴联动与无干涉路径规划。高精度加工仿真可预判碰撞、过切风险，减少昂贵材料的试切成本。针对难加工材料，软件需结合AI算法智能推荐切削参数。同时需支持热变形与刀具磨损的实时精度补偿。

检测与测量设备：关键尺寸公差常在微米级，需三坐标、激光干涉仪等高精度设备验证。复杂曲面需五轴扫描或CT等非接触测量获取完整形貌。表面微裂纹、气孔等缺陷需高倍显微镜或自动光学检测设备识别。为减少装夹误差，需在机集成测头实现在线测量与补偿。

金属加工液与润滑产品：真空半导体零部件对污染极度敏感，加工液需低残留、无氯无硫、易清洗。SiC、陶瓷等材料加工发热量大，需优异冷却性能。微细切屑需良好沉降性与过滤适应性，避免划伤表面。同时需与铝合金、钛合金等多种材料兼容，防止电化学腐蚀。
参与对象

1.高校及科研机构
展示在真空半导体核心部件设计研发方面的科技成果，推动产学研转化。

2. 用户端（制造企业）
基于实际生产场景，完成方案的优化验证与落地应用，实现工艺优化与升级。

3. 设备/方案供应商
面向真空半导体精密加工领域全产业链主体，基于用户需求定制创新方案，提供技术解决方案。
评价标准
本奖项旨表彰在真空半导体零部件制造领域，实现技术突破、工艺优化或应用创新的解决方案。具体可从以下几个维度体现：

加工精度与表面质量：达到微米级甚至亚微米级加工精度，实现复杂曲面（如泵内转子叶轮）的高效精密铣削，显著提升表面光洁度、降低缺陷密度。

难加工材料与工艺突破：针对SiC、GaN等硬脆衬底材料开发创新加工工艺，解决高纯度金属、陶瓷、石英等特殊材料的成型难题，在耐腐蚀、耐高温、抗变形等方面取得实质性突破。

复杂结构一体化成型：实现大尺寸真空腔体复杂内流道的一体化加工，减少多工序拼接带来的精度损失与密封风险，在薄壁、深腔、微孔等特征加工上实现创新应用。

效率提升与成本优化：显著缩短单件加工时间或换型时间，提高刀具寿命、降低损耗率，在保证质量的前提下实现可量化的成本下降。

评选流程

1.申报阶段:企业/机构提交申请表与技术文档等材料。[2026年9月15日前]
2.初审阶段:由现代制造杂志社编辑部初步筛选出符合条件的参评对象。[2026年9月20日前]
3.专家评审:由行业专家组成的评审委员会，依据评价标准进行量化打分。[2026年9月25日]
4.颁奖典礼：综合专家评审及各项投票结果，公示获奖名单并颁发证书。 [2026年10月15日]

申报方式及截止时间
申报方式：请将申报材料电子版发送至指定邮箱：zhangxin@vogel.com.cn；邮件主题请统一命名为：“MM AWARD申报—单位名称—方案名称”

申报截止时间：2026年9月20日
为提升活动覆盖广度与参与深度，切实评选出创新方案，并最大程度吸引公众关注与参与，本次活动秉持“独立、公平、公正、公开”的评选原则， 评审专家将依据评价标准对参评方案进行综合评定，最终确定“MM AWARD真空半导体行业方案创新奖”，奖项分为卓越奖与优秀奖。

颁奖时间：2026年10月15日第二届2026年真空半导体设备零部件制造技术与工艺论坛
暨 MM AWARD 真空半导体行业方案创新奖颁奖典礼
颁奖地点：上海大华虹桥假日酒店
支持媒体：MM《现代制造》、机工弗戈工业在线等
组织机构：机工弗戈、上海市真空学会
联系方式:
地址：北京市西城区百万庄大街22号2号楼3层A区域
邮编：100037
联系电话/传真：010-63326090/15011261565

电子邮箱：zhangxin@vogel.com.cn
附表：“MM AWARD” 真空半导体行业方案创新奖申报表 

	创新方案名称
	
	(请附产品高精度照片3张和小视频1段) 视频请发百度网盘和链接

	主要完成单位
	
	

	主要完成人
（不超过5人）
	（含姓名、职务及贡献角色）
	

	专业分类
	机床□；  刀具□；  检测与测量□；   软件□；金属加工液与润滑产品□；真空半导体□；
其他□（请填写）——

	方案描述
	（围绕痛点/问题、技术路线、核心优势和实施效果进行描述，500字左右）

	方案创新亮点
	（500字-1000字）

	推广应用情况（含经济效益、社会价值等）
	

	联系人姓名/职务
	
	手机：
办公电话:
	Email：

	通讯地址
	




